Cislo:

Verzia:

231207

Néazov:

2094VSM

Systém / produkt:

Vyroba systémov MIREL

Dal$ie zdrojové a pripojené subory:

Subor Opis

suciastky a osadzovanie DPS

2094VSM Poziadavky na elektronické

Listy / Pripojenie

Zoznam verzii dokumentu:

13

Verzia Opis Vypracoval Validoval Schvalil
160412  Zavedenie dokumentu Ing. Zilinec Ing. Zilinec Ing.Michalec
160801  Zmena nazvu dokumentu Ing. Zilinec Ing. Zilinec Ing.Michalec
201111  Zmena nazvu dokumentu a nova kapitola 4.4 Ing. Zilinec Ing. Zilinec Ing.Michalec
211005  Doplnenie popisov gerber stborov Ing. Papan Ing. Zilinec Ing. Michalec
211029  Doplnenie vrstiev Top/Bottom Coating Ing. Papan Ing. Zilinec Ing. Michalec
220412  Zmena spdsobu osadzovania féliovych kondenzéatorov Ing. Papan Ing. Zilinec Ing. Michalec
221122  Doplnenie poziadaviek na osadzovanie kap. 4.5 Ing. Zilinec Ing. Zilinec Ing. Michalec
230119  Zavazky v oblasti spolo¢enskej zodpovednosti Ing. Su¢an Ing. Zilinec Ing. Michalec
231207  Doplnena kapitola ,Poziadavky na dodavanie Ing. Papan Ing. Zilinec Ing. Michalec
osadzovanych DPS*

H'H

oddelenie vyvoja
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1 Urcenie dokumentu

Dokument Specifikuje poZiadavky pre dodavatelov a subdodavatelov technologickych operacii a
vyrobnych etap podla poziadaviek HMH.

Dokument nadvazuje a odvolava sa na nasledujicu dokumentaciu:

Cislo Verzia Nézov

[1] 3177HMH 230403 Koédex dodavatela

Dokument je urcéeny pre:
m  pracovnikov vyrobcu ako podklad pre pripravu podkladov na vyrobu

m pracovnikov dodavatelskych spolo¢nosti
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2 Specifikacia zmien dokumentu

Verzia 160412

Zavedenie dokumentu.

Verzia 160801

Zmena nazvu dokumentu na ,VSeobecné poziadavky na elektronické suciastky*.

Verzia 201111

- Zmena nazvu dokumentu na Poziadavky na elektronické suciastky a osadzovanie DPS.
- Doplnenie kapitoly 4.4 Depanelizicia osadenych DPS.

Verzia 211005

Doplnenie kapitoly — popisov vrstiev gerber suborov.

Verzia 211029

Doplnenie vrstiev Top/Bottom Coating.

Verzia 220412

- Doplnenie podkapitoly — Specialne poZiadavky na osadzovanie elektronickych stgiastok.
- Zmena sp6sobu osadzovania foliovych kondenzéatorov.

Verzia 221122

- Doplnenie poziadaviek na osadzovanie vyvodovych komponentov do kapitoly 4.5.
- Doplnenie poziadaviek vyplyvajucich z EN 50155:2022, kapitola 4.1.

Verzia 230119

- Doplnenie popisu inStalacie IDC konektorov — kapitola 6.
- Doplnenie zavazkov v oblasti spoloenskej zodpovednosti — kapitola 7.

Verzia 231207

- Doplnené kapitola ,Poziadavky na dodavanie osadzovanych DPS*
o  Osadzovanych DPS podla vyrobného Cisla
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3 Pouzité znacenie a nazvoslovie

DPS Doska ploSnych spojov

FR4 Specifikacia materialu a triedy nehorlavosti ( flame retardant cat. 4 )
SMD Povrchovéa montaz

ppm Jedna miliéntina z Cisla (parts per million)

274X Formét gerber dat

PBA Osadzovanie na plo$nych spojoch
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4 Poziadavky na elektronické suciastky a osadzovanie DPS

4.1
1)

2)

4.2

3)

4)

5)

4.3

Pozadované podmienky pri osadzovani DPS

Pouzitie len olovnatej technoldgie

Na zaklade poziadavky EN 50155:2022 o elektronickej montazi (PBA), elektronické osadzovanie

musi byt minimalne v sulade s triedou 2 IPC-A-610G.

Dodavané podklady pre osadenie modulov

Dokument ,Schéma (OSADENIE)* pre prisluSny modul, v ktorom su vSetky potrebné podklady,
ako kusovniky k jednotlivym modifikhciam modulu, atiez osadzovacie plany jednotlivych

modifikacii daného modulu

Gerber podklady vo formate 274-x pre vyrobu osadzovacej Sablony, pokial je modul osadzovany

SMD komponentmi

Prislusné subory ,pick&place” pre automaty na osadzovanie

Pozadované parametre dodavanych elektronickych komponentov

V kusovnikoch uvedenych v dokumentacii ,Schéma“ v stipci ,MnoZstvo* sa udava podetnost pouZitého

komponentu pre osadzovanu modifikaciu, pricom uvedeny pocet je sucastou dodavky materidlu na
osadenie.

V pripade, Ze je uvedené mnozstvo ,0 predpoklada sa dodanie daného komponentu dodavatefom

sucasne

s osadenim DPS.

Konkrétne poZadované mnozZstvo je uvedené v stipci ,Poznamka“ v zatvorkach ,()¢, pred poziénymi &islami
jednotlivych komponentov.

4.3.1

1
2)
3)
4)
5)
6)
7

4.3.2

1
2)
3)
4)
5)
6)
7

4.3.3

Pre SMD rezistory pozadujeme

Tolerancia 1%

Teplotny rozsah -50°C + 105°C

Pracovné napatie 150V

Tepelny koeficient +100ppm/°C
Zatazitelnost SMD 0805 125mW @70°C
Zatazitelnost SMD 1206 250mW @70°C
Doba expiracie max 5 rokov od vyskladnenia

Pre SMD keramické kondenzatory pozadujeme

Tolerancia 10%

Pracovné napétie pre kapacity < 1uF 50V

Pracovné napétie pre kapacity > 1uF 16V

Teplotny rozsah -50°C + 105°C

Preferovany tepelny koeficient pre kapacity < 1nF NPO(COG)
Preferovany tepelny koeficient pre kapacity > 1nF X7R (X6R)
Doba expiracie max 5 rokov od vyskladnenia

Pre SMD polovodi¢cové komponenty

Plati bliz&ia $pecifikacia v stipci ,Nazov* a véeobecne plati:

1)
2)
3)
4)
2094VSM :

Minimalny teplotny rozsah -40°C + 85°C
Preferovany teplotny rozsah -40°C + 105°C
Prevedenie automotive / industrial

Doba expiracie max 5 rokov od vyskladnenia
231207 (vzor PPOM : 141117)
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Depanelizacia osadenych DPS

V pripade osadzovania DPS namnozenych ako multimotiv na jeden panel, pozadujeme dodavat jednotlivé
osadené DPS samostatne tak aby z obvodovych hran modulov nevystupovali nerovnosti (pozostatky
fixaénych mostikov). Sirka frézy pouzZivanej na obvodové frézovanie jednotlivych DPS je 2mm.

4.5

1)

2)

4.6

Specialne poziadavky na osadzovanie elektronickych suéiastok

Foliové kondenzatory (oznacené kodom CFxxxxxxxx) neosadzovat vinou ale ruéne a to s dobou
prehrievania max 4s

Vyvodové komponenty osadzovat s minimalnou vySkou presahu nad DPS. Napriklad vyvodové
diskové VN kondenzéatory, konektory, rezistory atd. Poziadavka plati pre vSetky vyvodové
komponenty, pokial nie je uvedeny iny spdsob osadenia v prisluSnej dodavatelskej dokumentacii.

Poziadavky na dodavanie osadenych DPS

V sulade s naSimi v8eobecnymi podmienkami pre osadzovanie suciastok Ziadame dodavatelov pre
osadzovanie DPS, aby dodrziavali nasledujuce usmernenia:

Osadzovanie DPS musi prebiehat vzostupne podla jedine¢nych vyrobnych &isel umiestnenych
na DPS.

Vyrobné ¢isla su uvedené v objednavke pre osadenie DPS. V pripade, Ze je dodavka osadenych
DPS z objednavky rozdelena na viacero zasielok, ziadame o dodrzanie postupnosti vyrobnych
Cisel.

V pripade, ze moduly nemaiju jedine¢né vyrobné Cislo, na poradi nezalezi.

V pripade, Ze objednavka obsahuje €ast DPS bez vyrobnych Cisel aj ¢ast DPS s vyrobnymi
Cislami, uprednostnit DPS bez vyrobnych Cisel.

Pri expedicii usporiadat osadené DPS v krabice podla jedine¢nych vyrobnych Cisel.
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5 Popis vrstiev gerber suborov

Koncovka suboru

Nazov vrstvy

Vyznam Gdajov v sibore

.GTL Top Layer Top vrstva

.GLP Top Paste Mask Top SMT $ablona

.GM6 Top Coating Top snimatelna maska pri osadzovani na in-line vine
.GM8 Top Assembly Top osadzovaci plan — obrys komponentov

.GM21 Top Designator Top designatory komponentov

.GM23 Top Value Top hodnoty komponentov

.GBL Bottom Layer Bottom vrstva

.GBP Bottom Paste Mask | Bottom SMT Sabléna

.GM7 Bottom Coating Bottom snimatelna maska pri osadzovani na in-line vine
.GM9 Bottom Assembly Bottom osadzovaci plan — obrys komponentov
.GM22 Bottom Designator | Bottom designatory komponentov

.GM24 Bottom Value Bottom hodnoty komponentov

.GM1 Dimensions Obrys DPS
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6 Popis instalacie IDC konektorov na ploché kable

InStalacia IDC konektorov na ploché kable spociva v nasunuti konektora (jeho orientacia je podla
dokumentacie) na plochy vodi¢, jeho spravne napolohovanie a stlacenie. Odporucany detailny postup pre
ploché vodice so silikbnovou izolaciou (méakkou), ktory je mozné pouzit i na ploché vodi¢e s pevnou
izolaciou, je nasledovny:

1) Konektor nasunut na kabel a umiestni aspon 2,5cm od jeho okraja (ak je to mozné).
2) Konektor zlahka (aby sa piny konektora vébec nezarezavali do izolacie) stlacit a drzat v prstoch.

3) Druhou rukou kabel tahat smerom dolu a pri tom ho jemne vyhnut dolava a doprava. Vyhnutie je
mozné i viac krat opakovat, ale vZzdy s menSou vychylkou ako pred tym. Priblizne 1cm od okraja
kabla kabel tahat uz len rovno (kabel voci konektoru je kolmo) a tahanim napolohovat’ konektor
na koniec kéabla.

4) Opticky skontrolovat spravane osadenie vodi€ov vzhladom na rezné piny konektora, konektor
pritla€it pomocou kliesti, alebo lisovacieho nastroja na to uréeného.

Grafické znazornenie horeuvedeného postupu:

1)

- cca 2,5cm >

2)

3)

4) AL [ LA

e & "B EBsd
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7 Zavazky v oblasti spolo¢enskej zodpovednosti

Vyzvy sucasnosti vedu k tomu, Ze si spolo¢nost HMH s.r.o. uvedomuje nebezpeéenstvo nezodpovedného
zaobchadzania so zdrojmi a kapitalom. HMH v snahe o preukazanie schopnosti dodavat produkty a sluzby
s ohfadom na potreby a o¢akavania celej spolo¢nosti povazuje za nevyhnutné prenasat zavazky v oblasti
spoloCenskej zodpovednosti aj na svojich dodavatelov. Cielom aktivit v tejto oblasti je zabezpedit
napiianie vsetkych pilierov spolodenskej zodpovednosti v ekonomickej, socialnej aj environmentélnej
oblasti.

BlizSia Specifikacia zavazkov v oblasti spoloenskej zodpovednosti pre nasich dodavatelov je uvedena
v dokumente 3177HMH. Kdédex dodavatela. V procese schvalovania, preverovania a auditovania nasich
dodavatelov je téma zavazkov v oblasti spolocenskej zodpovednosti jedna z oblasti s ktorou sa v ramci
nastavovanie vztahov zaoberame.
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